Bondtechnik Drahtbonden

Einfach und schnell mit
Pulltestgeraten

Qualitat von Drahtbondverbindungen exakt priifen

Pulltestgerdte sind in unterschiedlichen Preis- und Qualitatsklassen erhéltlich. Um die Qualitat
von Drahtbondverbindungen zu testen sind sie unumganglich, denn die Priifstandards fordern
eine Prifung mittels Pulltest sowie ein Protokollieren der Krifte, deren statistische Auswertung

und Uberwachung, damit eine bestimmte Mindestkraft sichergestellt wird.
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Die Software-Ober-
flache auf dem Lab-
tester ist intuitiv ge-
staltet und so einfach
zu bedienen,

ie Prifung der Qualitdt von
Drahtbondverbindungen, insbe-
sondere mittels Pulltestgeréten,
fordert seit mehr als 40 Jahren Priifstan-
dards. Der international anerkannte MIL-
Standard 883, ASTM F458/459 und das
DVS-Merkblatt 2811 (in aktueller Uberar-
beitung beim Beuth Verlag erhaltlich) for-
dern eine Priifung mittels Pulltest, die
Protokollierung von Kréften, deren statis-
tische Auswertung und Uberwachung, ob
bestimmte Mindestkrafte erreicht wer-
den. Jeder Anwender — KMU, Universitat,
Forschungslabor oder Entwicklungsabtei-
lung im Grofsunternehmen —ist mit dieser
Forderung konfrontiert, sobald Draht-
bondtechnologie eingesetzt wird.
Leistungsfahiges, aber vor allem in den
Investitionsrahmen passendes Equipment
wird daher benotigt, um diese Priifungen
durchzufiihren. Typische Pulltestgerite
liegen im Bereich von 25.000 Euro bis
40.000 Euro. Mit optionalen Erweiterun-
gen hinsichtlich Automatisierung und
komplexer Datenauswertung liegen die
Preise schnell im Bereich von bis zu
60.000 Euro. Preislich weit darunter, im
Bereich kleiner 1.000 Euro, finden sich
simple, auf einfachsten Federwagen basie-

rende Systeme, die sich zur Abschatzung
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von Werten heranziehen lassen. Wird sich
mit solchen Low-Cost-Systemen trotz
erheblichem Preisvorteil ein wirklicher
Nutzen ergeben, der den Kunden von den
Féhigkeiten der eigenen Qualitatssiche-
rung iberzeugt? F&S Bondtec platziert in
dieses Marktsegment eine vollig neue
Geriétekategorie. Der Labtester ist ein
motorisierter manueller Pulltester, welcher
auf den wesentlichen Bedarf beim Pull-
testen reduziert ist, mit geringstem Ein-
arbeitungsaufwand.

Kompakte und langlebige
Pulltestgerdte

Eine These findet sich immer wieder: In
Qualitatspriifung zu investieren steigert
nicht automatisch die Qualitat des Pro-
duktes. Trotzdem ist die Priifung notwen-
dig. Und weil sie notwendig ist, muss sie
preislich attraktiv und effizient gestaltet
werden kénnen. Der neue Pulltester ist ein
kompaktes System, abgestimmt auf den
Bedarf beim Pulltest. Zwei Kernfragen
standen bei der Entwicklung im Vorder-
grund: Was benétigt der Benutzer? Fur
was ist er maximal bereit Geld auszuge-
ben? Das Kraftmesssystem muss ohne
Frage hohen Qualitdtsanforderungen

geniigen. So wurde bei der Gestaltung der
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elektromechanischen Komponenten und
der Rechnerarchitektur bewusst auf teure
Industrielosungen verzichtet. Alle Anfor-
derungen an Prizision und Langlebigkeit
wurden mit ausgewdhlten Komponenten
aus dem Consumerbereich erfiillt.

Bei allen Komponenten ist eine modu-
lare Bauweise gewahlt worden, sodass im
Bedarfsfall leicht getauscht oder aktuali-
siert werden kann. Die Geréte werden nicht
nach Bedarf gebaut, sondern sind in ent-
sprechender Menge vorkonfiguriert und
auf Lager gelegt, was eine kurze Lieferzeit
von etwa einer Woche erméglicht. Die
Konfigurationen des Systems sind ent-
sprechend tiberschaubar. Der Kunde ent-
scheidet sich im Vorfeld, ob er einen elek-
trisch getriebenen oder manuellen Tisch
bendtigt. Die Genauigkeit der Kraft-Mess-
einheit fiir den Pulltest deckt ein breites
Spektrum ab, sodass Diinn- und Dick-
drahte mit Reifkrédften von 20/100 cN
(Dinndraht) und bis zu 500/1000 ¢N
(Dickdraht) bedient werden konnen. Die
Standard-Schnittstelle zum Speichern der
Reports ist USB und damit ein universelles

Format. Die Konfiguration eines Analy-
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Genauestes Bonden

Heutige Drahtbond-Vollautomaten sind Pra-
zisionsgerate mit Genauigkeiten im Bereich
weniger Mikrometer. Dies ist flr Fine-Pitch-
Anwendungen unerlasslich. Die Prizision
kann durch das Verwenden praziser, hoch
genau gefertigter Komponenten und S0rg-
faltige Montage erreicht werden. Unter Zy-
hilfenahme geeichter KalibriermaRstibe |as-
sen sich Fahrprofile erstellen, die genau auf-
zeigen, an welchen Positionen die Verfahr-
bewegung Abweichungen hat. Solche Ab-
weichungen lassen sich per Software zligig
kompensieren.
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Beim Pulltester
mit hohem Z-

Verfahrbereich
wurde eine mo-
dulare Bauwei-
se gewahlt.

Der Labtester ist ein
manueller Pulltes-
ter, der auf den we-
sentlichen Bedarf
beim Pulltesten re-
duziert ist.

serechners kann vereinbart werden. Aller-
dings ist hier auch jederzeit ein Nutzen
von Standard-PC-Equipment moglich —als
Schnittstelle dienen Ethernet oder WLAN.

Einfachste Bedienung iiber
Touchscreen

Die Einarbeitungszeit in das System ist so
gering, dass es keiner spezialisierten Schu-
lungen bedarf. In rund 30 min hat der
Anwender das Gerdt mit all seinen Mog-
lichkeiten erfasst. Die Bedienung erfolgt
tber einen Touchscreen und einiger weni-
ger Hardwareknopfe zum Auslisen des
Tests und zur Definition von Fehlercodes.
Maximal zwei Untermeniis und das
Bestreben, alle wesentlichen Informatio-
nen auf einem Screen darzustellen fiihrte
zu einem kompakten Workflow, bei dem
nicht zwischen verschiedenen Ansichts-
modi oder Registerkarten hin und her
gesprungen werden muss.

Die Auswertung der teilweise umfang-
reichen Datenmengen, die bei serienbe-
gleitenden Tests anfallen, lasst sich mit der
Corporate Standard Report (CSR) Analy-
sesoftware meistern, die optional iiber die
Ethernet-Schnittstelle auf die Datenbank
des Labtesters zugreifen kann. Der Benut-
zer wihlt die Messreihen der betreffenden
Fertigungsauftrige aus und tiberfiihrt die-
se in Reports — je nach Kunde auch mit
individuellen Anpassungen.

Bereits am Bildschirm besteht die Mig-
lichkeit, Auffalligkeiten zu erkennen und
Trends zu analysieren. Fiir diejenigen
Anwender, die Messergebnisse unmittel-
bar in der Analysesoftware am Tester in
der Fertigung bewerten, um anschlieRend
Bondparameter zu justieren, ein gutes
Werkzeug. Die zur Verfiigung stehenden
Tools und Kennwerte orientieren sich an
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leistungsfahigen Werkzeugen zur statis-
tischen Analyse. Neben Mittelwert, Stan-
dardabweichung, Min- und Max-Werten
lassen sich auch Prozesskennwerte wie
Cp- oder Cpk-Wert bestimmen.

Zur Uberwachung und Dokumentation
komplexer Prozesse bietet sich eine grafi-
sche Visualisierung an. Die CSR-Analy-
sesoftware mit umfangreichen Moglich-
keiten kann nach Bedarf kontinuierlich
erweitert werden, zum Beispiel um His-
togramme plus Fehlercodezuordnung,
Kraft/Zeit-Kurven, Diagramme, SPC mit-
tels Qualitits-Regelkarten oder Finzel-
wert-Diagramme zur Trend- und Ausrei-
ffer-Analyse. Die zusammengefassten
Daten lassen sich tiber den Reportgenera-
tor, Schnittstellen oder Screenshots aus-
tauschen. Die anwenderfreundlichste
Variante ist die Erstellung eines Reports.

Alle gewtnschten Messdaten sind auf
der Seite platziert und um wichtige Infor-
mationen (Fertigungsauftrag, Bondpro-
gramm, Bediener) und grafische Elemen-
te ergénzt. Passend skalierte Diagramme
Crgéinzenr die Zahlenkolonnen. Ein
unkomplizierter Export in giingige For-
mate stellt sicher, dass alle Informationen
dem entscheidenden Personenkreis
zuganglich gemacht werden kénnen. Die
Datenschnittstellen erméglichen zudem
ein Ubertragen aller Daten zur Analyse in
externer SPC-Software. (hw) ]
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UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM
MACHT HOHE
QUALITATSZIELE
WIRTSCHAFTLICH
RENTABEL

Design-und Konstruktionsberatung,
Bauteileauswahl, Projektbegleitung
und Dokumentation

technische Machbarkeitsprufung
CAD Layouterstellung, Routing
Prototypenerstellung

weltweite Beschaffung

Bestlckung von THT Baugruppen
maschinell oder manuell

Bestlckung von SMD Baugruppen
bis Bauform 0402 metric

Bestlckung von Flachbaugruppen
und Sonderformen

BestUckung unter
Reinraumbedingungen

Wellenlétung gemaR IPC A 610

Selektivlotung unter Stickstoff-
Atmosphare

Dampfphasenlétung

Reflowlotung - Kenvektionsldtung
fur alle Bereiche der SMD Technik
Handlétungen aller Art bis hin

zur ESA-ECSS Norm (Raumfahrt)

modernste Prifverfahren

FORDERN SIE UNS HERAUS!

KK Elektrotechnik GmbH, Backnang
T. +49 7191 / 95 66-0
info@kk-elektrotechnik.de

www. kk-elektrotechnik.de




